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ABSTRACT : 

CHG DATE=19990617 STATUS=0> A circuit to be screened is surrounded 
on the 

printed circuit board on both sides by in each case one sheet -metal 
frame 

consisting of - assembled strips, which frame can also be divided into 
chambers 

by means of intermediate wall strips. The printed circuit board has 
a pattern 

of rows of holes, with a common hole separation a, corresponding to 
the outline 

shape of the frames . The frame strips are inserted into the rows of 
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holes by 

means of solder pins and are soldered there- The mutual separation 
between 

adjacent solder pins is n- times (n>2) the hole separation a in both 
frames, and 

the solder pins of one frame are inserted offset with respect to 
those of the 

other frame. During soldering solder (tin) can penetrate through the 
holes 

which remain free to the component side, where it may solder the 
sheet -metal 

frame to the printed circuit board metallisation. At least some of 
the pins of 

one or both frames project through the board, and their projecting 
part is bent 
around . 
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Anordnung zur hochf requenzdichten Abschirmung einer Leiterplatte 

Eine abzuschirmende Schaitung wird auf der Leiterkarte 
beidseitig mitje einem Blechrahmen auszusammengesteck- 
ten Leisten umgeben, der auch durch Zwischenwandleisten 
in Kammern unterteilt sein kann. Die Leiterplatte hat ent- 
sprechend dem Grundrifc der Rahmen ein Muster aus Loch- 
reihen mit einheitlichem Lochabstand a. Die Rahmenleisten 
sind mit Lotstiften in die Lochrethen eingesteckt und dort 
veriotet Der gegenseitige Abstand benachbarter Ldtstifte 
betragt bei beiden Rahmen daa n-fache (n > 2) dee Lochab- 
stands a und die Ldtstifte des einen Rahmens sind gegen die 
des anderen Rahmans versetzt eingesteckt Durch die frei- 
bleibenden Locher kann wahrend des Lotvorgangs Lotzinn 
auf die Bestuckungsseite durchtreten und dort den Blech- 
rahmen mit der Leherplattenmetallisierung verloten. Zumin- 
dest einige der Stifte eines oder beider Rahmen ragen durch 
die Platte hindurch und sind in ihrem uberstehenden Teil 
umgebogen. 



35 37 653 

1 2 

PatentansprQche AusstanzungenunddenAusbiegungen. 

Der vorliegenden Erfindung hegt die Aufgabe zu- 

1 Anordnung zur hochfrequenzdichten Abschir- grunde, eine HF-dichte Anordnung der beschriebenen 

mung von auf beiden Seiten einer Leiterplatte be- Art anzugeben, welche aus einfacheren und leichter 

findlichen Schaltungen mit ersten und zweiten me- 5 handzuhabendenTeUenaufgebautist 

talhschen Leisten, die auf der einen bzw. der ande- Die erfindungsgemafle Ldsung dieser Aufgabe 1st im 

ren Seite der Leiterplatte einen ersten bzw. zweiten kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 bescnne- 

Rahmen bilden, wobei die Leiterplatte eine den ben. Die Unteransprtlche enthalten vorteilhafte Ausge- 

Rahmengrundrissen gleiche Lochreihe mit gegebe- staltungsformen. j 

nem Lochabstand aufweist und zumindest der eine 10 Die Erfindung ist nachfolgend unter Bezugnahme auf 

Rahmen an der der Platte zugewandten Seite Lot- die Abbildungen noch veranschauhcht 

stifte tragt und mit diesen in emen Teil der Locher Mittels der durch die Platte hindurchragenden und 

der Lochreihe eingesteckt und dort verldtet ist, da- umgebogenen Ldtstifte wird auf einfache Weise der 

durch gekennzeichnet, daB auch der andere Rah- Rahmen f est gegen die Platte gepreflt, was zum emen 

men Ldtstifte tragt, daB bei beiden Rahmen der 15 die Platte stabilisiert und zum anderen zusatzhche Mit- 

AbstandbenachbarterL6tstiftedas/7-fache^ > 2) tel zum Anpressen des Rahmens an die Platte beim 

des Lochabstands betragt, daB bei wenigstens ei- abschUeBenden Ldtvorgang erUbrigt 

nem der beiden Rahmen zwischen benachbarten Zum besseren Verstandms smd die Leiterplatte Fl 

L6tstiften Sicken eingepreBt sind und bei dem an- und die beiden Rahmen R 1, R 2 in Rg« 1 getrennt dar- 

deren Rahmen die Unge zumindest einiger der 20 gestellt Sowohl der Rahmen R 1 als auch der Rahmen 

Ldtstifte groBer ist als die Plattendicke, so dafl die^ R 2 bestehen aus zusammengesteckten Leisten und sind 

se durch die Platte hindurchragen, und daB die bei- durch Zwischenwande in mehrere getrennt abgeschirm- 

den Rahmen mit ihren Lotstiften so versetzt in die te Kammern unterteilt Die Leiterplatte P/ tragt em dem 

Lochreihe der Leiterplatte eingesetzt sind, daB die GrundriB der Rahmen entsprechendes Muster von 

Sicken des einen Rahmens rait den hindurchragen- 25 Lochreihen L mit dem einheitlichen Lochabstand a 

den Lotstiften des anderen Rahmens zusammenf al- Zwei der Lochreihen sind auf der Platte angedeutet. Der 

len, die hindurchragenden Ldtstifte umgebogen auf die Bestllckungseite der Platte aufzusetzende Rah- 

und beide Rahmen dort verldtet sind. men R 1 wird im fertig montierten Zustand mit emem 

Z Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- Deckel D 1 (einschlieBlich einer metalUschen Fo he und 

zeichnet, daB beide Rahmen sowohl eingepreBte 30 einer Federmatte) hochfrequenzdicht abgeschlosseit 

Sicken als auch Ober die Platte hinausragende Ldt- Die den Rahmen zusammensetzenden Leisten sind so 

stifte aufweisen. breit, dafl die auf der Platte angeordneten Bauteile noch 

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch zuverlassig gegen den Deckelisoliert sind 

gekennzeichnet, daB der Abstand benachbarter Der auf die Lotseite der Leiterplatte aufzusetzende 

Lotstifte das 4fache des Lochabstands betragt und 35 Rahmen R2 ist im fertig montierten Zustand der An- 

daB die Sicken in die Mitte zwischen zwei Lotstif- ordnung gleichfalls mit einem Deckel D2 abgeschlos- 

ten eingepreBt sind sen. Die diesen Rahmen aufbauenden Leisten smd we- 

sentlich schmaLler, da sich auf dieser Seite keine Bauteile 

Beschreibung sondern nur Leiterbahnen und AnschluBpunkte befin- 

40 dea 

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur hochfre- Die Leisten des ersten Rahmens tragen in Richtung 

quenzdichten Abschirmung einer Leiterplatte nach dem der Leiterplatte weisende und in deren Lochreihen ein- 

Oberbegriff des Schutzanspruches 1. . gesetzte Lotstifte St 1, deren gegenseitiger Abstand das 

Eine derartige Anordnung ist aus DE-GM 78 10 941 4fache des Lochabstands der Leiterplatten- Lochreihen 

bekannt Dort ist eine Leiterplatte vorgesehen, die auf 45 betragt Die Lange der Stifte St 1 1st mcht groBer als die 

einer Seite mit Bauelementen besttickbar ist und auf der Dicke der Platte?/ (Fig. 2\ 

anderen Seite, welche in einem spateren Fertigungsvor- Die Leisten des zweiten Rahmens tragen gleichfalls in 

gang zur Herstellung galvanischer Verbindungen einem Richtung der Leiterplatten weisende Ldtstifte St 2, de- 

Lotschwallbad ausgesetzt wird, Leiterbahnen tragt Zur ren gegenseitiger Abstand wiederum das 4fache des 

hochfrequenzdichten Abschirmung der Bauelemente 50 Lochabstands a betragt Die Stifte St 2 ragen Qber die 

und der Leiterbahnen nach auBen und teilweise auch Lochplatte hinaus und in den Leisten des Rahmens R 1 

untereinander ist auf der Seite der Bauelemente ein aus sind an den entsprechend gegenuberhegenden Stellen in 

metalHschen Leisten bestehender Rahmen aufgesetzt, der Mitte zwischen zwei Stiften Stt Sicken S einge- 

der Ldtstifte tragt und mit diesen in eine dem GrundriB preBt, in denen die Stifte St 2 zu tiegen kommen. 

des Rahmens entsprechende Lochreihe eingesetzt ist 55 Die Iangeren Stifte St 2 ermoglichen eine Montage 

Der Rahmen kann in mehrere unterschiedlich groBe des Rahmens R2 auf der Lotseite der Platte als ersten 

Kammern unterteat seia Auf der Ruckseite sind gleich- Fertigungsschritt Durch Umbiegen der Ober die Platte 

falls metallische Leisten mit Ausstanzungen und schlei- hinausragenden Stifte nach der sickenoff enen Seite wird 

fenartigen Ausbiegungen vorgesehen, welche auf die der Rahmen R 2 fest auf die Leiterplatte gepreflt Nicht 

durch die Leiterplatte hindurchragenden Lotstifte der 60 alle Ldtstifte des Rahmens/? 2 sind far diese Rahmenbe- 

erstgenannten Leisten klemmend aufgesteckt sind: Zwi- festigung erforderhch, so dafl beispielsweise jeder zwei- 

schen den Lochern fur die Ldtstifte weist die Lochreihe te Stift nicht umgebogen wird oder von vorneherein so 

weitere freie Locher auf, durch welche beim Ldtvor- kurz ausgefuhrt ist (St 2' in Fig. 2\ daB er nicht durch die 

gang Ldtzinn auf die andere Seite der Leiterplatte Platte hinduxchragt Im letzteren Fall geniigt es auch, 

dringt und auch dort eine HF-dichte Verbindung zwi- 65 die Sicken in entsprechend grdBeren Abstanden anzu- 

schen dem Rahmen und der Masse-Kaschierung be- ordnen. Jedoch bendtigt jeder lange Stift St 2, ob umge- 

wirkt Nachteilig an der bekannten Anordnung ist die bogen oder nicht, eine dazugehdrigeSicke. 

Ausf uhrung der zweiten metallischen Leisten mit den Als zweiter Montageschritt kann dann die Leiterplat- 
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te auf der Besttickungsseite ohne Behinderung mlt Bau- 
teilen bestuckt werden. Als dritter und letzter Schritt 
wird dann der Rahmen R 1 aufgesetzt und das Ganze 
auf einer Sch wallbadldtanlage HF-dicht geldtet 

Die Lotstifte St i des ersten Rahmens und St 2' des 5 
zweiten Rahmens ragen in Locher der Lochreihe in der 
Platte hinein, die langeren Stifte St 2 des zweiten Rah- 
mens ragen durch die Platte hindurch in Sicken S des 
ersten Rahmens und sind dort zumindest teilweise urn- 
gebogen. to 

Jedes zweite Loch der Lochreihe ist als Steigbohrung 
C nicht mit einem Stift belegt Durch diese Ldcher C 
kann beim Lotvorgang Ldtzinn durch die Platte hin- 
durch zu den Leisten des Rahmens R 1 gelangen und 
deren Kanten mit der Metallisierung der Leiterplatte 15 
verbinden, was sowohi die elektrische als auch mechani- 
sche Verbindung des Rahmens R 1 mit der Leiterplatte 
verbessert 
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